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EEPROM (addresses increase Rio L)
Byte No
Address ltem 7 6 5 4 4 3 2 1 0
0x00 - 0x07 Module Rev (002) | Module PN (10912) 00 |00 |00 [ 02 Q00 [ 00 | 2A | AD
) Electronics PCE assy PN (15662)
0x08 - 0x0F | Module SN (12345) | 00 |00 | SD | 2EQ 00 [ 00 | 30 | 39
Electronics PCBE assembly SN (12345) |
0x10 - 0x17 00 | 00 | 30 [ 3900 [ 00O | OO | 64
* s Electronics PCB assy Rev (100)
0x18 - Ox1F Module elapsed time on (mlnl:tes) (1234) | 00 | oo loa!o2boolooloa|D2
Module power up count” (1234) |
0x20 - 0x27 unused - - - - - - LUSB DATA P __.:.:.-""-

PC L

UsH DATA N Vo
Cne'Wire EM
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Autor: Data XX.XX.2025
Numer dokumentu:
Zatwierdzit REF Wartosc Footprint Producent PN Example
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Specjalizujemy sie w tworzeniu funkcjonalnych
i niezawodnych systeméw elektronicznych - od
pomystu, przez spisanie zatozen, prototypowanie, az
po certyfikacje i produkcje.

Nasz dziat produkcji obstuguje zaréwno prototypy, jak
i seryjne zamoéwienia. Dzieki nowoczesnemu parkowi
maszynowemu, jesteSmy w stanie realizowac
niestandardowe zlecenia, dopasowujgc sie do
indywidualnych potrzeb klientéw.

[=] 5 [m] . +48794 432 242
MC Electronics i .
M biuro@mcelectronics.pl

O5x:aatRadzymin E @ www.mcelectronics.pl
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Checklista

Uzupetnij checkliste i sprawdz, czy zatgczytes wszystkie
potrzebne pliki, wysytajagc do nas zapytanie ofertowe

na montaz.
Nazwa Wymagania
Liczba sztuk X
Oczekiwany termin realizacji X
Petna oferta Oferta na elementach
(zakup PCBi komponent6w] powierzonych

so X X

Pick and Place X X

Pliki Gerber X mile widziane

Pliki Assembly mile widziane mile widziane

Dodatkowe informacje,

wymagania, zdjecia, modele, mile widziane mile widziane

pliki do programowania

Przygotowanie petnej dokumentacji umozliwi nam szybsze i doktadniejsze przygotowanie
wyceny montazu.

Zapytanie ofertowe najlepiej przesta¢ do nas bezposrednio na maila produkcja@mcelectronics.pl .

Oferte staramy sie przygotowac¢ w 24h. Przy kontaktach z dostawcami proces wyceny moze potrwac¢ do 72h. Dbamy o to,
zeby uzyska¢ najlepsze ceny dla naszych klientow.

Czekamy na Twoje zapytanie! O O O
Zespo6t MC Electronics
lilli

DA biuro@mcelectronics.pl & +48794 432242 @ www.mcelectronics.pl

We make ideas happen.
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Montaz na elementach powierzonych lub zakup przez MC Electronics

MC Electronics oferuje elastycznos¢, dzieki ktérej mozesz wybraé, czy komponenty\\
i ptytki PCB majg zosta¢ dostarczone przez Ciebie, czy chcesz, aby$Smy zajeli sie tym \\:
za Ciebie. Nasza sie¢ dostawcdéw oraz zaopatrzony magazyn pozwala wykonac )

zlecenie sprawniej. Decyzja nalezy do Ciebie, my dostosujemy sie do Twoich potrzeb.
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Jesli zdecydujesz sie na dostarczenie komponentéw i ptytek pamietaj aby ustali¢
z Nami szczegoty techniczne oraz pamietaj aby:

« Komponenty dostarczy¢ w tasmach/opakowaniach producenta;

« Przewidziec¢ zapas ilosciowy — 3%
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Wymagania szczegotowe do przesytanych plikow:

1. BOM - Format pliku .csv lub .xIsx, ktéry zawiera petng liste komponentédw potrzebnych
do montazu. Lista powinna obejmowac:

o DESKRYPTOR — oznaczenie na PCB;

o SZTUK/PCB — Liczba elementéw montowanych na jednej ptytce PCB;

« WARTOSC — Okreélenie parametréw komponentu;

o FOOTPRINT — Typ obudowy elementu;

« PRODUCENT — Oznaczenie producenta — jesli wymagane;

o PART NUMBER — Numer katalogowy producenta — jesli wymagane;

« UWAGI — Dodatkowe uwagi dotyczace komponentéw (np. dopuszczalne zamienniki)

Elementy ktorych nie nalezy montowac oznacz poprzez NM lub wpisz liczbe sztuk 0. Jesli w sktad PCB
wchodzg elementy dodatkowe wprowadz je.

2. Pick and Place (Pozycje komponentéw). Zawierajg informacje o rozmieszczeniu komponentéw
SMD na ptytce. Pliki te powinny byé dostarczone w formacie .csv i zawiera¢ wspotrzedne Xi Y w mm

oraz rotacje elementéw.

3. Pliki Gerber (PCB) niezbedne do zamdéwienia szablonéw oraz ptytek PCB. Pamietaj aby umiescié
réwniez pliki DRILL oraz informacje o Stackupie/kontroli impedancji.

4. Plik Assembly (Dokumentacja montazowa) Przedstawia rozmieszczenie komponentéw na ptytce
wraz z ich polaryzacjs.

5. Dodatkowe informacje, wymagania, zdjecia i modele Jesli masz dodatkowe informacje dotyczgce
montazu, specyficzne wymagania lub zdjecia, ktdre mogg pomdc w lepszym zrozumieniu Twojego
zapytania, prosimy o ich przestanie. Moze to obejmowaé modele 3D, szczegdty dotyczace pakowania
lub inne wytyczne do ustug dodatkowych (oklejanie, skrecanie, procedura testowania).

We make ideas happen.
DA biuro@mcelectronics.pl & +48794 432242 @ www.mcelectronics.pl



